
• 广东省高等学校“优秀青年教师”奖

• 广州市“珠江科技新星”奖

• 广东省高等学校“千百十工程”培养对象

• 日本晶界与相界国际会议“优秀青年科学家”奖

• Journal of Alloys and Compounds 杰出审稿人

• 学术型硕士：材料科学与工程/金属材料及加工工程

（智能合金、电子封装材料及可靠性）

• 专业型硕士：材料与化工/材料工程（金属）

Email: maxiao@scut.edu.cn

Tel: 020-87114197

WeChat:

研究方向：智能合金、电子封装材料及可靠性、形状记忆合金及复合材料、
生物医用金属材料

研究资助：主持国家自然科学基金青年基金及面上项目、教育部博士点基金、
教育部留学回国人员基金、国家工程技术研究中心开放基金、广东省自然科学
基金、广州市科技计划等10余项省部级以上项目，以及东莞市产学研项目、企
业合作研发类（横向）项目和华南理工大学学科建设及中央高校基本科研业务
费项目等10余项其它项目，主持科研项目及获资助总经费近400万元；参与多
项国家重点研发计划项目、广东省自然科学基金重点项目等。

主要科研业绩：在Philosophical Magazine, Scripta Materialia, Materials Letters,

Materials Science and Engineering A, Journal of Materials Science, Journal of

Alloys and Compounds, Materials and Design以及《金属学报》,《物理学报》和
《中国有色金属学报》等发表学术论文60余篇，在马氏体相变国际会议
（ICOMAT）、固态相变国际会议（PTM）、晶界与相界国际会议（iib）、形
状记忆与超弹性技术国际会议（SMST）以及电子封装技术国际会议（ICEPT）
等专业学术会议上发表会议论文30余篇并作口头报告。

所在研究组简介：“机敏材料与电子封装研究组”及以研究组为核心依托组建
的“广东省电子封装材料与可靠性工程技术研究中心”目前自主拥有完备的材
料和器件制备、材料热分析、物理与力学性能评价、显微结构表征以及数值模
拟与仿真等各方面的研究条件，科研设备总价值近2000万元；面向工程实际解
决信息与通信技术（ICT）领域中集成电路（芯片）封装和电子制造以及机械
工程和生物医学工程等领域以材料为主的关键应用基础和技术问题。近年毕业
研究生就职企业包括华为、大疆、OPPO、中兴通讯、美国应用材料（AM）等。

机敏材料与电子封装研究组主页： http://www2.scut.edu.cn/smep/

马 骁 副教授 硕士生导师

华南理工大学 材料科学与工程学院 金属材料科学与工程系

广东省电子封装材料与可靠性工程技术研究中心 副主任

招生专业与类型

工作经历

科研工作

获奖情况

教育经历

• 英国利物浦大学 材料科学与工程 博士

• 英国利物浦大学 材料科学与工程 硕士

• 广东工业大学 金属材料及热处理 学士

• 华南理工大学 材料科学与工程学院 副教授

• 美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC） 访问学者

• 华南理工大学 材料科学与工程学院 讲师

mailto:maxiao@scut.edu.cn
http://www2.scut.edu.cn/smep/
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